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１．概要（Summary） 

スパッタリングによって、MEMS 機能部品の電極形成

を行う。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

芝浦スパッタ装置（芝浦メカトロニクス、CFS-4ESII） 

【実験方法】 

・Sample：20mm□Si ウエハ(厚み 200µm 上に以下に

示す電極材料を成膜した。 

・電極構成：Ni/Au(1000/200nm) 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

スパッタ後のサンプルの様子を Fig. 1に示す。スパッタ

後、基板に反りが発生したことを確認した。また、装置のス

テージにクランプした部分であるウエハの外端に欠けが

発生しているものが数枚確認された。このようなウエハの

反りや欠けの原因はNiの応力の影響と考えられる。Niを

成膜する場合、厚みは応力を考慮しあまり厚くしない方が

望ましいものと考える(ウエハサイズにもよるが 1000nm以

下)。 
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Fig.1 Sputtered Ni/Au layer on Si. 

 


